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Obrazek vyrobku

Vseobecné objednaci udaje
Konektor samec odolny proti vysokym teplotam, ! !

rozte¢ 3,50 mm.

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena
« - . . P ° , ° strana, Pfipojeni pajenim pretavenim prichozim ot-
* Smér pfipojeni paralelni (90°), rovny (180°) nebo vorem, 3.50 mm, Pocet poli: 2, 180°, Pajeci kolik,
zahnuty (135°) vzhledem k DPS délka (I): 3.2 mm, pocinované, &erna, Tape
* Varianty kryta: zaviena strana (G), Sroubova pfi- Cislo objednavky 1264130000
ruba (F), pajeci pfiruba (LF) nebo pfipinaci pajeci P SL-SMT 3.50/02/180G 3.2SN BK RL
tiruba (RF GTIN (EAN) 4050118054538
pfiruba (RF) Mnozstvi 265 ks
* Optimalizovano pro zpracovani SMT Udaje vyrobku IEC:320V / 15 A
* Délka pinu 3,2 mm univerzalni pro vSechny meto- UL: 300V /10 A
dy pajeni Baleni Tape

¢ Délka pinu 1,5 mm optimalizovana pro metody
pajeni pfetavenim

* Baleno v krabici (BX) nebo jako pas na kotouéi
(RL)

* Konektor samec lze kédovat
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 7.5 mm Hloubka (v palcich) 0,295 inch
Vyska 14,3 mm Vyska (v palcich) 0,563 inch
NejvysSi nebo nejnizsi verze 11,1 mm Sitka 8.4 mm
Sitka (v palcich) 0,331 inch Cista hmotnost 2,166 g
Baleni

Baleni s trovni ESD staticky disipativni Baleni Tape
Délka VPE 330 mm Sitka VPE 330 mm
Vyska VPE 38 mm Hloubka pasky (T2) 16,5 mm
Sitka pasky (S) 32 mm Hloubka obalu pasky (KO) 16 mm
Vyska obalu pasky (AO) 7.8 mm Sitka obalu pasky (BO) 19,2 mm
Separace obalu pasky (P1) 16 mm Separace otvoru pasky (E) 1,75 mm
Separace obalu pasky (F) 14,2 mm Pramér civky pasky @ (A) 330 mm
Odpor povrchu Rs=10%-10"20 Sitkovy vytahovaci blok (Wppp) 6,8 mm
Délkovy vytahovaci blok (Lppp) 12,65 mm Pramér povrchu vytazeni (g D yayx) 5 mm
Vystupek 1, vytahovaci blok (Lo1 (prp) 2,7 mm Vystupek 2, vytahovaci blok (Po2 (ppp) 2,5 mm

Parametry systému

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - fada
BL/SL 3,50

Typ pfipojeni

Pripojeni desky

Montaz na PCB desku

Pfipojeni pajenim pretave-

Rozte¢ v mm (P)

nim prachozim otvorem 3.5 mm
Rozteé v palcich (P) 0,138" Vystupni tvarovka 180°
Pocet polu 2 Pocet pajenych kolikd na pol 1
Péajeci kolik, délka (1) 3,2 mm Tolerance délky pajecich pinl 0/-0,3 mm
Rozméry pajecich pind d= 1,2 mm, Osmithly Rozméry péajecich pind = d tolerance 0/-0,03 mm
Prameér otvoru péjeciho oc¢ka (D) Tolerance primeéru otvoru péajeciho ocka

1.4 mm (D) +0,1T mm
Vnéjsi pramér pajeci desticky 2,3 mm Pramér otvoru Sablony 2,1 mm
L1Tvmm 3,5 mm L1 v palcich 0,138"

Pocet fad

1

Mnozstvi fady kolik

1

Ochrana bezpec¢na proti dotyku dle nor-

my DIN VDE 57 106

P¥i zapojovani bezpecné
pfed dotykem prstd/ pfi
odpojovani bezpecény hibet
ruky

Ochrana bezpec¢na proti dotyku dle nor-
my DIN VDE 0470

IP20 zapojené/ IP10 neza-
pojené

Objemovy odpor <6 mQ Muze byt kddovano Ano

Zasuvna sila / pol, max. 6N Tazna sila / pdl, max. 6N

Udaje o materialu

Izolaéni material LCP GF Barevny cerna

Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izolaéniho materialu lla

Komparativni index sledovani (CTI) 2175 Moisture Level (MSL) 1

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina

Povrch kontaktu pocinované Struktura vrstev pajeného pfipojeni 2..3um Ni/ 5..7 ym Sn

Struktura vrstev kontaktu konektoru

2..3umNi /5.7 ym Sn

Skladovaci teplota, min.

-40 °C

Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50°C
Provozni teplota, max. 100 °C Teplotni rozsah, instalace, min. -30°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C
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Jmenovité adaje podle IEC

testovano podle normy

Jmenovity proud, min. pocet polu

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20 °C) 15 A
Jmenovity proud, max. pocet péli Jmenovity proud, min. pocet polu
(Tu=20 °C) 12A (Tu=40 °C) 13A
Jmenovity proud, max. pocet polt Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / stu-
(Tu=40 °C) 10 A pen znecisténi 11/2 320V
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / stu- Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / stu-
pen znedisténi lll/2 160V pen znecisténi lll/3 160V
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu pre- Jmenovité impulzni napéti pro tfidu pre-
péti / stupen znecisténi 11/2 2,56 kV péti / stupen znecisténi l1l/2 2,5 kv
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu pre- Kratkodoby odpor proti zkratovému prou-
péti / stupen znedcisténi lll/3 2,5 kv du 3x1sse 100 A

Jmenovité udaje podle CSA

Institut (CSA)
18

Jmenovité napéti (aplikacni skupina B /

C. osvédéeni (CSA)

200039-1176845
Jmenovité napéti (aplikacni skupina D /

CSA) 300V CSA) 300V
Jmenovity proud (aplikaéni skupina B / Jmenovity proud (aplikaéni skupina D /
CSA) 10A CSA) 10 A
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Jmenovité adaje podle UL 1059
Institut (UR) . C. osvédéeni (UR)

E60693

Jmenovité napéti (aplikacni skupina B / Jmenovité napéti (aplikacni skupina D /
UL 1059) 300V UL 1059) 300V
Jmenovity proud (aplika¢ni skupina B / Jmenovity proud (aplika¢ni skupina D /
UL 1059) 10 A UL 1059) 10 A
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02 ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02 ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01 ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01
Shoda produktu s prostiedim
REACH SVHC /

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
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Dulezita poznamka

IPC shoda

Poznamky

Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi standardy a nor-
mami a spliuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji dekorativni vlastnosti v souladu s
IPC-A-6 10 ,Trida 2". DalSi naroky na produkty je mozné vyhodnotit na pozadani.

¢ Pozlacené povrchy kontakt(i na vyzadani

¢ Jmenovity proud souvisejici se jmenovitym prafezem a min. poétem polu.

¢ Pramér pajeciho ocka D = 1,4+0,1 mm

¢ Primér otvoru pajeciho ocka D= 1,5+ 0,1 mm, od 9 pdlu

¢ P na nékresu = rozte¢

¢ Jmenovité Gdaje se vztahuji pouze k samotné komponenté. Vzdalenosti odstupu a povrchovych svodi mezi
jednotlivymi komponentami musi byt navrZzeny v souladu s normou pfislusné aplikace.

¢ V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypinaci schopnosti (COC). BEhem
uréeného pouziti se konektory nesméji zapinat ani vypinat pod napétim nebo pod zatizenim

¢ Dlouhodobé ulozeni produktu s pramérnou teplotou 50 °C a pramérnou vihkosti 70 %, 36 mésicl

Osvédceni

Schvélenf

P

ROHS

Shoda

UL File Number Search
C. osvéd&eni (UR)

Web UL
E60693

Soubory ke stazeni

Technické udaje
Oznameni o zméné produktu

CAD data — STEP
PCN_2015_208_PL30X_SC-SMT_SL_SMT_3.xx_b.xx_neue_Tapeverpackung_Step_3_DE
PCN_2015_208_PL30X_SC-SMT_SL_SMT_3.xx_5.xx_new_Tape_Packaging_Step_3_EN
Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products

Umstellung auf ESD-Beutel bei ,Tape on Reel” Produkten

Katalogy Catalogues in PDF-format
Brozury FL DRIVES EN
FL DRIVES DE

Bily papir, povrchova montazni technolo-
gie

Download Whitepaper
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DIRECTION OF UNREELING

Priklad pouziti
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Single Wave:
Contact time appr. 3 sec.
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production.
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of
solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at =-6K/s solder is
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.
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